
特　長

高信頼性低温実装

High Reliability Paste for Low-Temperature Packaging

JPCA16-12

多くの特長が用途を広げ、コストダウンにも貢献
Wide Range Applications by Features & Contribute Cost Reduction

● 低温で短時間硬化型のL20-JPPは、
　 生産性が高い

● Ｌ２０-ＪＰＰは高接合強度を有してる● 大気リフローでも充分な
 　濡れ性を確保

Revolutionary Products

● L20-JPPは融点が低いので、安価な弱耐熱性の基板や部品が使用できる
● 溶融温度差を利用した実装階層が得られ、再溶融防止用途が広がる
● L20-JPPは冷蔵庫保管が可能で、低温短時間で硬化する接合強度の高い製品
● 低温実装は基板を反らさず、信頼性の高いCOB実装を可能とする

多くの特長が用途を無限に広げる、L20-JPP
低融点で高強度なＬ２０-ＪＰＰは、実装階層を実現しコストダウンにも貢献

240℃実装 
（Sn-Ag-Cu系） 

 180℃実装
（Sn-Bi系）

エポキシ樹脂で強度補強（JPP)

 

溶融温度の異なる合金で階層実装

 

フレキシブル
材料 

安価なフレキシブル基板で接続高価な積層リジットフレキシブル基板で接続

L20-JPPは融点が低いので、
安価な弱耐熱性の基板や部品が使用できる

低温実装は基板が反らず、
高信頼性COB製造が可能

 

メーン部 メーン部コネクター部
（リジットフレキシブル基板）（リジットフレキシブル基板）（リジットフレキシブル基板）

メーン部 メーン部フレキシブル
基板（リジットフレキシブル基板） （リジットフレキシブル基板）

リジット基板 リジット基板 

 

リジット
フレキシブル基板

240℃実装
（Sn-Ag-Cu系）

240℃実装
（Sn-Ag-Cu系）

フレキシブル基板
（ポリイミドフィルム）

180℃実装
（Sn-Bi系 JPP） 

リジット基板 リジット基板 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

冷凍でなく
冷蔵保管可能

①ＳＡＣ３０５は、
　実装温度が高いので基板が反る

②Ｌ２０は、低温実装なので
　基板が反らない

③Ｌ２０は、溶融温度以上の
　１５０℃硬化で部品落下

④Ｌ２０-ＪＰＰは、
　エポキシ樹脂で部品落下を防止

実装階層構築で
再溶融防止

低温で
高速硬化型

弱耐熱部材で
低コスト化

基板反り抑制で
高信頼性化

低温実装でも、
オーミックコンタクトを堅持

容易なリペア性

溶剤フリーで
飛散なし

L20-JPPの
特長
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フレキシブル基板
（PET,PENフィルム）

L20-JPP 
Sn-Biはんだ

 
エポキシ樹脂

 


